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A. Càlculs 
En aquest apartat es detallen els càlculs desenvolupats per tal de realitzar les diferents 
dissolucions utilitzades al llarg de la fase experimental.  
 
A.1  Dissolució de P3TMA 
Per evitar afegir volums excessius de solvent (THF) a l’hora de preparar els films amb 
concentracions per sobre del 12% en pes de polímer conductor, es treballa amb dues 
concentracions de dissolució diferents.  
Dissolució a l’1% (0,01g/ml)  
P3TMA a afegir als 15 ml de THF: 
 
Dissolució a l’1,9% (0,019g/ml)  
P3TMA a afegir als 40 ml de THF: 
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 A.2  Dissolució de resina 
THF a afegir als 15g de resina solida per obtenir una dissolució al 75%: 
 
 
 
 A.3  Dissolució d’enduridor 
Es deixen evaporar 10g d’enduridor al 60% per tant: 
 
La massa final de la dissolució és: 7,4g. Per tant: 
 
Per a que la dissolució contingui una concentració d’enduridor del 60%: 
 
 
 
A.4  Mescla resina-enduridor 
El rati de mescla és: 240g d’enduridor per cada 500g de resina i la quantitat total entre resina i 
enduridor necessària per cada film és de 1,39g. Per tant:  
Dissolució de resina al 75%: 
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Dissolució d’enduridor al 60%: 
 
 
 
 A.5  Dissolució FeCl3 
Massa de FeCl3 a afegir a 75ml d’aigua per obtenir una dissolució al 5%: 
 
 
A.6  Composició dels films 
Cada film conté 1,39g de mescla resina-enduridor. Per tant, per calcular la quantitat de P3TMA a 
afegir (X) s’aplica la següent fórmula: 
 
 
Un cop obtinguda la massa de P3TMA es calcula el volum de dissolució: 
En el cas de la dissolució a l’1%: 
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O bé a l’1,9%: 
 
A continuació s’adjunta una taula amb la composició exacta de cada film en funció del %  en 
massa de P3TMA que hagi de contenir: 
 
Taula A. 1. Composició de cada film en funció del contingut de P3TMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% en massa 
de P3TMA 
Resina pura 
(g) 
Enduridor 
pur (g) 
TOTAL PUR 
(g) 
P3TMA (g) Dissolució 
P3TMA 
0,01g/mL 
Dissolució 
P3TMA 
0,019g/mL 
Blanc 0,94 0,45 1,39 0,00 0 - 
1% 0,94 0,45 1,39 0,01 1,40 - 
3% 0,94 0,45 1,39 0,04 4,29 - 
5% 0,94 0,45 1,39 0,07 7,30 - 
8% 0,94 0,45 1,39 0,12 - 6,35 
10% 0,94 0,45 1,39 0,15 - 8,11 
12% 0,94 0,45 1,39 0,19 - 9,96 
15% 0,94 0,45 1,39 0,24 - 12,89 
25% 0,94 0,45 1,39 0,46 - 24,34 
50% 0,94 0,45 1,39 1,39 - 73,03 
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B. Imatges 
A la memòria apareixen les fotografies que es creu que són més rellevants per a presentar el 
resultats. A continuació s’adjunten totes aquelles imatges omeses a la memòria. 
 
B.1  Imatges obtingudes amb el microscopi òptic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R2.1 (primera fase) 
R1.1 (primera fase) 
500 μm 200 μm 200 μm 
500 μm 500 μm 500 μm 
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R2.3 (primera fase) 
R1.3 (primera fase) 
H2.1 (primera fase) 
H1.1 (primera fase) 
500 μm 500 μm 200 μm 
500 μm 500 μm 200 μm 
200 μm 
500 μm 
500 μm 
500 μm 
500 μm 
500 μm 
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H1.5 (primera fase) 
R2.5 (primera fase) 
R1.5 (primera fase) 
H1.3 (primera fase) 
200 μm 500 μm 500 μm 
200 μm 500 μm 
500 μm 200 μm 
200 μm 
50 μm 
200 μm 
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R2.1 (segona fase) 
R1.1 (segona fase) 
H1.1 (primera fase) 
200 μm 500 μm 
500 μm 200 μm 200 μm 
50 μm 
500 μm 500 μm 200 μm 
200 μm 200 μm 50 μm 
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R2.3 (segona fase) 
R1.3 (segona fase) 
500 μm 500 μm 200 μm 
200 μm 200 μm 50 μm 
500 μm 200 μm 200 μm 
50 μm 
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R1.12 (segona fase) 
R2.5 (segona fase) 
R1.5 (segona fase) 
500 μm 200 μm 200 μm 
50 μm 
500 μm 200 μm 200 μm 
50 μm 
500 μm 200 μm 50 μm 
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R1.25 (segona fase) 
R2.12 (segona fase) 
500 μm 200 μm 500 μm 
200 μm 
50 μm 
200 μm 50 μm 
500 μm 200 μm 200 μm 
50 μm 20 μm 
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R2.1 (tercera fase) 
R1.1 (tercera fase) 
R2.25 (segona fase) 
500 μm 200 μm 200 μm 
50 μm 20 μm 
500 μm 200 μm 
500 μm 
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R2.5 (tercera fase) 
R1.5 (tercera fase) 
R2.3 (tercera fase) 
R1.3 (tercera fase) 
500 μm 
500 μm 
500 μm 
500 μm 
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B.2  Imatges obtingudes amb el microscopi electrònic (SEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanc Tc=60ºC (segona fase) 
Blanc Tc=20ºC (segona fase) 
1 μm 
 
2 μm 
 
10 μm 
 
2 μm 
 
1 μm 20 μm 2 μm 
2 μm 1 μm 2 μm 
10 μm 10 μm 
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R2.1 (segona fase) 
R1.1 (segona fase) 
10 μm 
 
10 μm 
 
2 μm 
 
2 μm 
 
1 μm 
 
1 μm 
 
2 μm 
 
2 μm 
 
2 μm 
 
2 μm 
 
2 μm 
 
10 μm 
 
2 μm 
 
18                                    Preparació i caracterització de blends formats per polímer semiconductor i resines epoxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R2.3 (segona fase) 
R1.3 (segona fase) 
200 nm 
 
1 μm 
 
2 μm 
 
1 μm 
 
10 μm 
 
10 μm 
 
1 μm 
 
1 μm 
 
100 nm 
 
1 μm 
 
10 μm 
 
1 μm 
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R2.5 (segona fase) 
R1.5 (segona fase) 
10 μm 
 
1 μm 
 
1 μm 
 
1 μm 
 
1 μm 
 
2 μm 
 
2 μm 
 
2 μm 
 
2 μm 
 
1 μm 
 
1 μm 
 
100 nm 
 
10 μm 
 
1 μm 
 
1 μm 
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R2.12 (segona fase) 
R1.12 (segona fase) 
1 μm 
 
1 μm 
 
1 μm 
 
100 nm 
 
2 µm 
 
1 µm 
 
2 µm 
 
1 µm 
 
1 µm 
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R2.25 (segona fase) 
R1.25 (segona fase) 
2 µm 
 
2 µm 
 
1 µm 
 
2 µm 
 
2 µm 
 
2 µm 
 
2 µm 
 
10 µm 
 
2 µm 
 
20 µm 
 
10 µm 
 
2 µm 
 
10 µm 
 
100 nm 
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C. Fitxes tècniques dels reactius 
 
C.1  Fitxa tècnica del tetrahidrofurà 
Nomenclatura:    TETRAHIDROFURÀ 
Òxid de dietilè 
Òxid de tetrametilè 
Nº CAS 109-99-9 
Nº RTECS LU5950000 
Nº ICSC 0578 
Nº NU2056 
Nº CE 603-025-00-0 
Fórmula: 
OC4H8 
Massa molecular: 
72,1 
 
TIPUS DE 
PPERILL/EXPOSICIÓ 
PERILLS/SÍMPTOMES PREVENCIÓ 
PRIMERS AUXILIS/ 
LLUITA CONTRA 
INCENDIS 
INCENDI 
Altament inflamable.  Evitar flama oberta. No 
produir espurnes i no 
fumar. 
Pols, espuma resistent a 
l’alcohol, aigua en grans 
quantitats, diòxid de 
carboni. 
EXPLOSIÓ 
Les mescles vapor/aire 
són explosives. 
Sistema tancat, 
ventilació, equip 
electrònic i 
d’enllumenat a prova 
d’explosions. No 
utilitzar aire comprimit 
per omplir, buidar o 
manipular. 
En cas d’incendi: 
mantenir freds els 
bidons i demés 
instal·lacions per 
polvorització amb 
aigua. 
EXPOSICIÓ 
 Evitar generació de 
boires. 
 
 INHALACIÓ 
Tos, vertigen, mal de 
cap, nàusees, mal de 
coll, pèrdua de 
coneixement. 
Ventilació, extracció 
localitzada o protecció 
respiratòria. 
Aire net, repòs i 
sotmetre a atenció 
mèdica primària. 
 PELL 
Pell seca, enrogiment, 
dolor. 
Guants protectors. Treure la roba 
contaminada. Esbandir 
amb aigua abundant o 
dutxar-se i sotmetre a 
atenció mèdica. 
 ULLS 
Enrogiment, dolor. Ulleres protectores de 
seguretat. 
Esbandir amb aigua 
abundant durant uns 
quants minuts (treure 
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les lents de contacte si 
es pot fer amb facilitat), 
després consultar un 
metge. 
 IGESTIÓ 
Veure inhalació. No menjar, beure ni 
fumar durant el treball. 
Esbandir la boca i 
sotmetre a atenció 
mèdica. 
VESSAMENTS I FUITES EMMAGATZEMATGE ENVASAT I ETIQUETAT 
Ventilació. Recollir el líquid que 
vessa i el ja vessat en recipients 
hermètics, absorbir el líquid 
residual amb arena o absorbent 
inert i traslladar-lo a un lloc segur. 
Protecció personal: respirador de 
filtre per a gasos i vapors orgànics. 
A prova d’incendi. Veure perills 
químics. Emmagatzemar només 
si està estabilitzat. 
Hermètic. 
Símbol F. 
Símbol Xi. 
R: 11-19-36/37 
S: (2-)16-29-33 
Classificació de perills NU: 3 
Grup d’envasat NU: II 
CE: 
 
   
DADES IMPORTANTS 
ESTAT FÍSIC; ASPECTE 
Líquid incolor, d’olor característica. 
 
PERILLS FÍSICS 
El vapor és més dens que l’aire i pot estendre’s a nivell de terra; possible ignició en punt distant. 
 
PERILLS QUÍMICS 
La substància pot formar peròxids explosius. Reaccions violentament com oxidants forts, bases fortes i 
certs halurs metàl·lics, originant riscs d’incendi i explosió. Ataca algunes formes de plàstic, cautxú i 
revestiments. 
 
LÍMITS D’EXPOSICIÓ 
TLV (com TWA): 50 ppm; (com STEL): 100 ppm (pell) A3 (ACGIH 2005) 
MAK: 50 ppm, 150 mg/m
3
; Categoria de limitació de pic: I(2), H (absorció dèrmica), Cancerigen: categoria 
4, Risc durant l’embaràs: grup C (DFG 2005). 
 
VIES D’EXPOSICIÓ 
La substància es pot absorbir per inhalació del vapor i per ingestió. 
 
RISC D’INHALACIÓ 
Per l’evaporació d’aquesta substància a 20ºC es pot arribar bastant ràpidament una concentració nociva a 
l’aire. 
 
EFECTES D’EXPOSICIÓ DE CURTA DURACIÓ 
La substància o el vapor irrita els ulls, la pell i el tracte respiratori. La substància pot tenir efectes sobre el 
sistema nerviós central a altes concentracions, donant lloc a efecte narcòtic. 
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EFECTES D’EXPOSICIÓ PROLONGADA O REPETIDA 
El contacte prolongat o repetit amb la pell pot produir dermatitis. 
 
 
PROPIETATS FÍSIQUES 
Punt d’ebullició: 66ºC 
Punt de fusió: -108,5 ºC 
Densitat relativa (aigua = 1): 0,89 
Solubilitat en aigua: Miscible 
Pressió de vapor, kPa a 20ºC: 19.3 
Densitat relativa de la mescla vapor/aire a 20ºC (aire = 1): 1,28 
Densitat relativa de vapor (aire =1): 2,5 
Punt d’inflamació: -14,5ºC c.c. 
Temperatura d’autoignició: 321ºC 
Límits d’explosivitat, % en volum en aire: 2-11,8 
 
 
C.2  Fitxa tècnica del xilè 
Nomenclatura:    para-Xilè 
1,4-dimetilbenzè 
p-xilol 
Nº CAS 106-42-3 
Nº RTECS ZE2625000 
Nº NU 1307 
Nº CE/EINECS 203-396-5 
Fórmula: 
C6H4(CH3)2/C8H10 
Massa molecular: 
106,2 
 
TIPUS DE 
PPERILL/EXPOSICIÓ 
PERILLS/SÍMPTOMES PREVENCIÓ 
PRIMERS AUXILIS/ 
LLUITA CONTRA 
INCENDIS 
INCENDI 
Inflamable.  Evitar flama oberta. No 
produir espurnes i no 
fumar. 
Pols, aigua polvoritzada, 
espuma, diòxid de 
carboni. 
EXPLOSIÓ 
Per sobre de 27ºC es 
poden formar mescles 
explosives vapor/aire. 
Per sobre de 27ºC, 
sistema tancat, 
ventilació i equip 
elèctric a prova 
d’explosió. Evitar la 
generació de càrregues 
electrostàtiques (per 
exemple, mitjançant la 
connexió a terra) 
En cas d’incendi: 
mantenir freds els 
bidons i demés 
instal·lacions ruixant 
amb aigua. 
EXPOSICIÓ 
 Higiene estricta. Evitar 
l’exposició de dones 
embarassades. 
 
 INHALACIÓ 
Vertigen. Somnilència. 
Mal de cap. Nàusees. 
Ventilació, extracció 
localitzada o protecció 
respiratòria. 
Aire net, repòs i 
sotmetre a atenció 
mèdica. 
 PELL 
Pell seca, enrogiment. Guants protectors. Treure la roba 
contaminada. Esbandir i 
netejar la pell amb 
aigua i sabó. 
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 ULLS 
Enrogiment, dolor. Ulleres protectores de 
seguretat. 
Esbandir amb aigua 
abundant durant uns 
quants minuts (treure 
les lents de contacte si 
es pot fer amb facilitat), 
després consultar un 
metge. 
 IGESTIÓ 
Sensació de cremor. 
Dolor abdominal (per a 
més informació veure 
inhalació) 
No menjar, beure ni 
fumar durant el treball. 
Esbandir la boca. No 
provocar el vòmit. 
Sotmetre a atenció 
mèdica. 
    
VESSAMENTS I FUITES EMMAGATZEMATGE ENVASAT I ETIQUETAT 
Ventilació. Eliminar qualsevol font 
d’ignició. Recollir el líquid que 
vessa i el ja vessat en recipients 
hermètics. Absorbir el líquid 
residual amb arena o absorbent 
inert i traslladar-lo en un lloc 
segur. No permetre que aquest 
producte químic s’incorpori a 
l’ambient. (Protecció personal 
complementària: filtre respiratori 
per a vapors orgànics i gasos) 
A prova d’incendi. Separar 
d’oxidants forts i àcids forts. 
Classificació UE: 
Símbol: Xn 
R: 10-20/21-38 
S: (2-)25 
Classificació NU: 
Classificació de perills NU: 3 
Grup d’envasat NU: II 
   
DADES IMPORTANTS 
ESTAT FÍSIC; ASPECTE 
Líquid incolor, d’olor característica. 
 
PERILLS FÍSICS 
Com a resultat del flux, agitació, etc., es poden generar càrregues electrostàtiques. 
 
PERILLS QUÍMICS 
Reacciona amb àcids forts i oxidants forts. 
 
LÍMITS D’EXPOSICIÓ 
TLV (com TWA): 100 ppm; (com STEL): 150 ppm; A4 BEI establert (ACGIH 2001). 
UE OEL (com TWA): 50 ppm; (com STEL): 100 ppm; (pell) (EU 2000)  
 
VIES D’EXPOSICIÓ 
La substància es pot absorbir per inhalació del vapor i per ingestió. 
 
RISC D’INHALACIÓ 
Per l’evaporació d’aquesta substància a 20ºC es pot arribar bastant lentament una concentració nociva a 
l’aire. 
 
EFECTES D’EXPOSICIÓ DE CURTA DURACIÓ 
La substància irrita els ulls i la pell. La substància pot tenir efectes sobre el sistema nerviós central. La 
ingestió del líquid pot donar lloc a l’aspiració del mateix pels pulmons i la conseqüent pneumonitis 
química. 
 
EFECTES D’EXPOSICIÓ PROLONGADA O REPETIDA 
El líquid desengreixa la pell. La substància pot afectar el sistema nerviós central. L’exposició a aquesta 
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substància pot potenciar el dany auditiu causat per exposició al soroll. La experimentació animal mostra 
que aquesta substància possiblement causi efectes tòxics a la reproducció humana. 
PERILLS FÍSICS 
El vapor és més dens que l’aire i pot estendre’s a nivell de terra; possible ignició en punt distant. 
 
PERILLS QUÍMICS 
La substància pot formar peròxids explosius. Reaccions violentament com oxidants forts, bases fortes i 
certs halurs metàl·lics, originant riscs d’incendi i explosió. Ataca algunes formes de plàstic, cautxú i 
revestiments. 
 
LÍMITS D’EXPOSICIÓ 
TLV (com TWA): 50 ppm; (com STEL): 100 ppm (pell) A3 (ACGIH 2005) 
MAK: 50 ppm, 150 mg/m
3
; Categoria de limitació de pic: I(2), H (absorció dèrmica), Cancerigen: categoria 
4, Risc durant l’embaràs: grup C (DFG 2005). 
 
VIES D’EXPOSICIÓ 
La substància es pot absorbir per inhalació del vapor i per ingestió. 
 
RISC D’INHALACIÓ 
Per l’evaporació d’aquesta substància a 20ºC es pot arribar bastant ràpidament una concentració nociva a 
l’aire. 
 
EFECTES D’EXPOSICIÓ DE CURTA DURACIÓ 
La substància o el vapor irrita els ulls, la pell i el tracte respiratori. La substància pot tenir efectes sobre el 
sistema nerviós central a altes concentracions, donant lloc a efecte narcòtic. 
 
EFECTES D’EXPOSICIÓ PROLONGADA O REPETIDA 
El contacte prolongat o repetit amb la pell pot produir dermatitis. 
 
PROPIETATS FÍSIQUES 
Punt d’ebullició: 138ºC 
Punt de fusió: 13 ºC 
Densitat relativa (aigua = 1): 0,86 
Solubilitat en aigua: Cap 
Pressió de vapor, kPa a 20ºC: 3,7 
Densitat relativa de la mescla vapor/aire a 20ºC (aire = 1): 1,02 
Punt d’inflamació: 27ºC c.c. 
Temperatura d’autoignició: 528ºC 
Límits d’explosivitat, % en volum en aire: 1, 7,0 
Coeficient de repartiment octanol/aigua com log Pow: 3,15 
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C.3  Fitxa tècnica de la resina utilitzada en la primera fase 
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. (Epoxy Division) 
EPOTEC YD 011X-7 
 
Description 
Epotec YD 011X-75 is a solution of unmodified low molecular weight solid diglycidyl ether of 
bisphenol-A resin in xylene. The dissolution of epotec YD 011 in xylene facilitates ease of handling. 
Epotec YD 011X-75 is used in many coating applications such as metal coatings, concrete coatings 
etc. Variety of  curing agents including amines, amides and phenalkamines can be employed to cure 
coatings based on epotec YD 011X-75.  
Epotec YD 011X-75 based coatings shows better flexibility & drying characteristics compared to 
coatings based on liquid epoxy resin. 
 
Application 
• Solvent based anti-corrosive coatings 
• Marine paints 
• Industrial paints 
• Adhesives 
• Laminates 
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Specification 
Appearance Visual 
Clear, colorless to light yellow 
liquid free of suspended 
particles 
Colour ASTM D 1544-04. 0.5 G Max 
Epoxy Equivalent Weight* ASTM D 1652-04 450 - 500 g/eq 
Viscosity** @25ºC ASTM D 2196-05 8,000 - 13,000 cP 
Non-volatile ASTM D 1259-06 74 - 76 % 
* Based on solids    ** Brookfield viscosity 
 
Typical properties 
Epoxide Value ASTM D 1652-04 2.00 - 2.22 
Density @25ºC ASTM D 1544-04. 0.5 G Max 
Epoxy Equivalent Weight* ASTM D 1475-98 1.07 g/cc 
Flash point
# ASTM E 203-01 0.5 % max. 
Non-volatile ASTM D 93 30ºC 
* = Typical properties are indicated for information only    # = Based on xylene 
General information 
Component  parts by weight 
Epotec YD 011X-75 
        Epotec TH 7525 
Epotec TH 7941S10 
100 
18 
- 
100 
- 
25 
Pot life 5 hours 2 hours 
Thin film set time at 25oC 6 hours 3 hours 
 
Packing 
Epotec YD 011X-75 is packed and delivered in steel drums, 220 kg per drum as a standard pack. 
Other packs are available on request. 
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Storage 
Epotec YD 011X-75 resin should be stored in dry and cool conditions in original tightly closed 
container. Under these conditions, it has a storage life of at least one year from the date of 
manufacturing. Due to solvent content, the solutions are moderate skin irritants. Operators are 
advised to use personal protective equipment to avoid skin contact with the materials, Use of 
general mechanical ventilation and local exhaust is recommended. Epotec YD 011X-75 should be 
kept away from sources of ignition. 
 
Handling 
Please refer to the MSDS of the product for more instructions on safe storage and handling of 
epotec YD 011X-75. 
 
Disclaimer 
All recommendations for use of our products whether given by us in writing, verbally or to be implied from the results of tests 
carried out by us are based on the current state of our knowledge. Although, the information contained in this sheet is accurate, no 
liability can be accepted in respect of such information. We warrant only that our product will meet the designated specifications 
and make no other warranty either express or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose 
as the conditions of application are beyond our control. 
 
For Additional Information, Please Contact: 
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. (Epoxy Division) 
Mahatun Plaza Bldg., 16th Floor 888/167 Ploenchit Road, Lumpini, Bangkok 10330 Thailand. 
Tel: (662) 2535031-3, Fax: (662) 2535030 
Web Site: www.adityabirlachemicals.com, E-Mail: epoxymktg@adityabirla.com 
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C.4  Fitxa tècnica de la resina utilitzada en la segona i tercera fase 
 
 
Technical Data Sheet 
 
Most recent revision date:  March 2008 
 
EPIKOTE™ Resin 1001 
 
 
Product Description 
EPIKOTE Resin 1001, a solid epoxy resin produced from bisphenol A and epichlorohydrin. The 
resin is also supplied in solution; information on the solution grades is given in a separate Data 
Sheet. 
 
Application Areas/Suggested Uses 
Solvent-borne 2-pack coatings (cured with polyamine or polyamide curing agents at room 
temperature or forced dried) for the protection of metal and concrete. As a modifier in stoving 
enamels based on acrylic resins or alkyd/melamine resin systems. 
 
 
Benefits 
 Versatility of end-use applications 
 Imparts good corrosion protection 
 Imparts good water resistance 
 
Sales Specification 
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Property Unit Value 
Test 
Method/Standard 
Epoxy group content mmol/kg 2000 – 2220 SMS 2026 
Viscosity at 25 °C* mPa.s** 5.3 – 6.8 ASTM D445 
Colour* Pt-Co 100 max ASTM D1209 
* 40% m/m solution in methyl ethyl ketone, prepared according to SMS 1595. 
** 1 mPa.s = 1 cPoise 
 
Typical Properties 
Property Unit Value 
Test 
Method/Standard 
Epoxy Molar Mass* g/eq 450 – 500 SMS 2026 
Density at 25°C kg/l 1.19 ASTM D792 
Melting range, Mettler °C 50 – 62  
Esterifiable group content mmol/kg 6620 SMS 1534 
Hydroxyl group content mmol/kg 2400 SMS 2367 
Molecular weight (approx. 
Mn) 
   
Flash point (PMCC) 
solvent 
°C >200 ASTM D93 
* number of grams of resin containing 1 equivalent of epoxide (Weight per equivalent, WPE, is an 
alternative term). 
 
 
Safety, Storage & Handling 
Please refer to the MSDS for the most current Safety and Handling information. EPIKOTE Resin 
1001 should be stored in the original containers kept tightly closed, in dry conditions and away 
from sources of heat, as it can sinter at temperatures above 25-30°C. Under these conditions the 
shelf life should be a minimum of three years from date of certification. 
 
® and ™ Licensed trademarks of Momentive Specialty Chemicals Inc. 
DISCLAIMER 
The information provided herein was believed by Momentive Specialty Chemicals Inc. (“Momentive”) to 
be accurate at the time of preparation or prepared from sources believed to be reliable, but it is the 
responsibility of the user to investigate and understand other pertinent sources of information, to 
comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of the product and to 
determine the suitability of the product for its intended use. All products supplied by Momentive are 
subject to Momentive’s terms and conditions of sale. MOMENTIVE MAKES NO WARRANTY, 
EXPRESS OR IMPLIED, CONCERNING THE PRODUCT OR THE MERCHANTABILITY OR 
FITNESS THEREOF FOR ANY PURPOSE OR CONCERNING THE ACCURACY OF ANY 
INFORMATION PROVIDED BY MOMENTIVE, except that the product shall conform to Momentive’s 
specifications. Nothing contained herein constitutes an offer for the sale of any product. 
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C.5 Fitxa tècnica de l’enduridor utilitzat a la primera i segona fase 
 
 
COATING RESINS 
TECHNICAL DATA      CRAYAMID 195X 60 
Sales specification 
Non-volatile content, % @ 150°C 
(ISO 3251) 
58 - 62 
Viscosity in CPS at 25°C 3000 - 6000 
Colour, Gardner scale 
(ISO 4630) 
≤ 11 
Acid value, mg KOH/g 
(ISO 3682) 
NA 
Amine value, mg KOH/g ( Perchloric Acid Method) 240 – 270 
Note: Amine Value relative to solid resin 
 
Other properties 
Volatile  Xylene 
Flash point, °c (Iso3679 ) 24 ( Typical) 
Density at 20°c 0.95 
Typical hydrogen Equivalent Weight 240 
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Product information 
CRAYAMID 195X is a general purpose liquid amino polyamide resin supplied at 60% solid 
content in xylene. It is used in conjunction with suitable epoxy resins to produce both top coats 
and primers for wide variety of substrates. A unique characteristics of this product is it’s 
excellent compatibility with liquid epoxy resins making it particularly suitable in the formulation 
of defect free low VOC coating systems without the need for lengthy induction periods. Coating 
based on CMD 195X have extremely fast surface dry, excellent resistance properties and 
adhesion to metallic substrates which makes them useful in marine and heavy duty industrial 
coatings. It is compatible with many synthetic resins, varnishes , oils and other media. 
 
Recommendations for use 
Paints based on CRAYAMID 195X have considerably faster surface drying times than those based 
on conventional polyamides or their adducts, and do not require any induction period. The fast 
set-up time of coatings based on CRAYAMID195X reduces the risk of hardener migrating when 
curing at low temperature. Consequently Film defects such as greasiness will be totally 
eliminated. CRAYAMID 195X is compatible with both solid and liquid epoxide resins, thereby 
giving greater blend of flexibility and hardness in paint formulation. Fast surface curing , in 
conjunction with improved epoxide resin compatibility, gives improved performance when cure 
takes place under adverse conditions such as high humidity. Whilst the mix ratio when using 
CRAYAMID polyamides is not critical, optimum performance of a coating is achieved by 
stoichiometric mixing of the epoxy and CRAYAMID195X. The mix ratio is calculated from the 
active Hydrogen equivalent weight (AHEW )since each epoxy group in the base resin will react 
with one active hydrogen present in the polyamide. 
The AHEW of CRAYAMID195X is typically 240 on solid resin. Considering that each epoxy reacts 
with one reactive hydrogen, the mix ratio of CRAYAMID195X and an epoxy resin with epoxide 
equivalent approx.500 ( 1) is calculated as follows : 
Resin Mass of solid Resin Mass of Resin Solution 
CRAYAMID195X 240g 400g 
75% Epoxy resin 1 500g 667g 
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The resulting epoxy : polyamide mix ratio in this case is approx. 65 :35 based on solid resin. In a 
similar manner the epoxy : CRAYAMID 195X for an epoxy resin with an epoxide equivalent of 
200 2 will be approx. 45 :55 on solid resin. Excess polyamide in a coating will impart flexibility and 
adhesion at the expense of solvent resistance. 
NOTES: 
1. Epoxy resins epoxide equivalent approx. 500 Araldite 6100 - Cieba Geigy limited. 
2. Unmodified epoxy resin epoxide equivalent 200 Epikote 828 - shell Chemicals. 
 
November 2001                     UPC 99686 
The information contained in this document is based on trials carried out by our Technical centres and data selected from literature, but shall in no event be help to constitute or 
imply any warranty, undertaking, expressed or implied commitment from our part. Our formal specifications define the limit of our commitment. No liability whatsoever can be 
accepted by CRAY VALLEY with regard to the handling, processing or use of the product or products concerned which must in all  cases be employed in accordance with all 
relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned. 
 
 
 
CRAY VALLEY (I) PVT. LTD 
D-43(1) MIDC Industrial AREA Navi Mumbai - 400706 
TELEPHONE: 55907102-08 
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C.6  Enduridor utilitzat a la tercera fase 
 
 
COATING RESINS 
TECHNICAL DATA       CRAYAMID 115 
Sales specification 
Non-volatile content, % @ 150°C 
(ISO 3251) 
94 - 100 
Viscosity in CPS at 25°C 45000 - 55000 
Colour, Gardner scale 
(ISO 4630) 
≤ 11 
Acid value, mg KOH/g 
(ISO 3682) 
NA 
Amine value, mg KOH/g ( Perchloric Acid Method) 205 – 220 
Note: Amine Value relative to solid resin 
 
 
Other properties 
Density at 20°c 0.97 
Typical hydrogen Equivalent Weight 240 
 
Product information 
CRAYAMID 115 is a general purpose liquid amino polyamide resin.It is used in conjunction with 
suitable epoxy resins to produce both top coats and primers as well as thermosetting adhesives 
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for wide variety of substrates. The main characteristics are it’s excellent resistance and good 
exterior durable properties and adhesion to metallic substrates. It is compatible with many 
synthetic resins, varnishes , oils and other media. 
 
Recommendations for use 
The selection of a particular grade of epoxy will depend upon the end use of the product.It is 
recommended that for high build coating it is always recommended to use low molecular weight 
epoxy. In solvent based coatings medium molecular weight and unmodified liquid epoxy resins 
may be used , while for adhesive applications either the unmodified or modified liquid epoxy 
resins are recommended. While the mixing ratio using CRAYAMID115 polyamides is not 
critical, optimum performance of the coating is achieved by stoichiometric mixing of the epoxy 
resin and CRAYAMID 115. The mix ratio is calculated on the basis of one Active Hydrogen 
Equivalent weight of the polyamide resin, will react with each epoxy group in the base resin. The 
AHEW of the polyamide resin CRAYAMID115 is typically 240 on solid resin. Considering that 
each epoxy reacts with one active hydrogen the mix ratio of CRAYAMID115 and an epoxy 
resin with epoxide equivalent approx. 500 is calculated as follows; 
Resin Mass of solid Resin Mass of Resin Solution 
CRAYAMID115 240g 400g 
75% Epoxy resin 1 500g 667g 
 
65:35 based on solid resin. Excess polyamide in a coating will Impart flexibility and adhesion at 
the expense of solvent resistance. 
CURE RATE: 
A 65:35 epoxy resin :CRAYAMID115 blend on solid resin will reach a tack free time in 30 mins. At 
25°c. Film will obviously dry more rapidly if higher molecular weight epoxy resins are used. An 
induction period to ensure complete compatibility is recommended. Cure of epoxy::polyamide 
can be accelerated by the addition of catalysts and in particularly Tris ( dimethylaminomethyl) 
phenol types which are recommended for use at a level of 1 – 5 % ( calculated by weight on total 
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resin). It should be noted, that when catalysts are employed pot life will be reduced and there 
may be an adverse effect on flexibility and colour. 
POTLIFE: 
Reaction between the epoxy resin and CRAYMID 115 will commence as soon as the reactants 
are mixed . A65:35 epoxy: CRAYAMID115 mixture on solid resin will have a limited pot life. 
Solvents will have a considerable effect on pot life e.g. alcohols tend to reduce it’s pot life where 
as esters and ketones tend to extend it. Since ketones and esters form complexes with amino 
polyamides on storage, these solvents should only be incorporated into the epoxy resin 
component. 
ADHESIVES: 
CRAYAMID 115: epoxy resin systems demonstrate excellent adhesion to a wide variety of 
surfaces , such as glass ,wood , ceramics, masonry, leather and plastic substrates. The pot life of 
a CRAYAMID 115 : epoxy resin adhesives will cure at ambient temperature but cure time can be 
reduced by heating to elevated temperature. 
 
The information contained in this document is based on trials carried out by our Technical centres and data selected from literature, but shall in no event be help to constitute or 
imply any warranty, undertaking, expressed or implied commitment from our part. Our formal specifications define the limit of our commitment. No liability whatsoever can be 
accepted by CRAY VALLEY with regard to the handling, processing or use of the product or products concerned which must in all  cases be employed in accordance with all 
relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned. 
 
 
 
CRAY VALLEY (I) PVT. LTD 
D-43(1) MIDC Industrial AREA Navi Mumbai - 400706 
TELEPHONE: 55907102-08 
 
 
 
 
 
 
